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Abstract (Aim, Use
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Contents)

市販の銅ペーストをスクリーン印刷して作成した銅配線を用い、低温プラズマ焼結
を施した試料に対して、集束イオンビーム (Focused Ion Beam, FIB)加工を行なっ
て断面を観察し、焼結深さ、グレーンサイズ・ボイドの有無を見る。 尚、この研究
は前年度からの継続である。

実験
Experimental

スクリーン印刷の改良版技術を用いてフィルム基板上に市販の銅ペーストを印刷す
る。それに対し低温プラズマ焼結 (CPS) を施す。CPSとは、酸素ポンプにより極低
酸素雰囲気を実現した処理容器の中で、ホットプレート上の試料に大気圧プラズマ
を吹き付け、銅ペーストを金属銅として焼結させるという方法である。得られた試
料に対し、FIBによる彫り込みを行なって、試料断面を露出させて観察する。 CPS
は試料の表面から大気圧プラズマを吹き付ける手法であるため、焼結は表面から始
まり、深さ方向に進行してゆく。この焼結深さを判断するほか、グレーンサイズ・
ボイドの有無についても調べる。

結果と考察
Results and Discussion

前年度までに、銅ペースト材料に含まれる樹脂成分を減らし銅濃度を増加させるこ
とで、銅配線の抵抗値を低下させることができた。しかし、焼結緻密層の深さは拡
がらなかった。また、基板と銅配線の間に密着層を設けることで密着性は改善した
が、密着層が銅配線に入り込むことで、抵抗が増加する問題が発生した。
今年度は、銅ペースト材料の銅濃度を最適化し、銅配線の低抵抗化と緻密層の深さ
増大の両立を試みた。その結果、表面から10μm程度の深さまで低抵抗で比較的緻
密な層を実現した。また、市販の密着層付きのフィルムを使用することで強固な密
着性を実現した。しかし、密着層材料が銅配線に混入する問題は解決できていない。
 今後もNPFの装置を使わせていただきながら研究を進めていく予定である。
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